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核融合炉における磁場閉じ込め用の超伝導コイルは、その加工において長尺化が必
要不可欠となる。そのため、超伝導体のなかでも多結晶で応用可能な化合物超伝導
体の応用が考えられている。そのなかでも鉄系超伝導体は、臨界磁場の高さからそ
の候補材料の一つとして期待されている。一方で、鉄系超伝導体は脆性材料のため、
応用にはシース材の選択も重要である。そのなかで我々のグループでは、延性の高
い銅合金に耐照射性の高い酸化物分散強化を組み合わせたODS-Cuの開発も進めて
いる。本課題では、核融合炉用超伝導材料として、鉄系超伝導体とさらにシースで
あるODS-Cu合金の組織観察を実施する。

実験
Experimental

鉄系超伝導体およびODS-Cu合金については、申請者で作製し鏡面研磨までを行っ
た。その後、東北大学ARIMにおいてSEM反射電子観察により、TEM観察場所を選
択し、FIBによってマイクロサンプリングを実施した。得られた薄膜試料について
は、申請者の所属する九州大学にてTEM観察を実施し、得られたデータをもとに別
領域のTEM試料作製を再び東北大学にて実施した。

結果と考察
Results and Discussion

鉄系超伝導体の観察結果では、観察方向によって結晶方位分布に差があることがわ
かった。これはバルク作製時の一軸プレスが影響していることが示唆され
た。ODS-Cu合金については、図1に示すSEM像で明るくみえるように酸化物が粒
界に偏析していることがわかった。また粒内にFIBによるビームダメージがみられ
た。ただしダメージ箇所において、Gaは残存していなかったことから、イオン源の
変化だけでなくGaを使用した場合でも加工条件によって改善できることが予想され
た。以上の結果は今後のTEM試料作製手法を検討するうえで重要な知見となると言
える。
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図1 ODS-Cu合金の薄膜化後試料

その他・特記事項（参考
文献・謝辞等）

Remarks(References and
Acknowledgements)

成果発表・成果利用 / Publication and Patents

DOI（論文・プロシーディ
ング）

DOI (Publication and
Proceedings)



口頭発表、ポスター発表
および、その他の論文[1]
Oral Presentations etc.

嶋田雄介、佐藤充孝、吉田健太、能登裕之、池田賢一、 渡邉英雄、菱沼良
光、W/ODS-Cu ブレージング接合体における接合熱影響部の微細組織解析、日本
銅学会64回講演会、2024年10月20日

特許出願件数
Number of Patent

Applications
0件

特許登録件数
Number of Registered

Patents
0件


